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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有する樹脂層と、
　前記樹脂層の内部に設定された巻回軸の周囲を巻回するインダクタ電極とを備え、
　前記インダクタ電極は、内巻部と外巻部を有し、
　前記内巻部は、
　前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して一方側に配置
されるとともに他端が前記巻回軸に対して他方側に配置され、前記主面に対して垂直な方
向における前記巻回軸の一方側で、前記巻回軸方向に並んで配列された複数の配線用の第
１配線部と、
　前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前記一方側に
配置されるとともに他端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記各第１配線部
それぞれと複数の対を成すように、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回軸の他
方側で、前記巻回軸方向に並んで配列された複数の配線用の第２配線部と、
　前記各第１配線部それぞれの前記一端と、当該第１配線部と対を成す前記第２配線部の
前記一端とを接続する複数の第１金属ピンと、
　前記各第１配線部それぞれの前記他端と、当該第１配線部と対を成す前記第２配線部に
隣接する前記第２配線部の前記他端とを接続する複数の第２金属ピンとを有し、
　前記外巻部は、
　前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前記一方側に
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配置されるとともに他端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記主面に対して
垂直な方向における前記巻回軸の前記一方側であって前記各第１配線部よりも前記巻回軸
から離れた位置で、前記巻回軸方向に並んで配列された複数の配線用の第３配線部と、
　前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前記一方側に
配置されるとともに他端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記各第３配線部
それぞれと複数の対を成すように、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回軸の前
記他方側であって前記各第２金属板よりも前記巻回軸から離れた位置で、前記巻回軸方向
に並んで配列された複数の配線用の第４配線部と、
　前記各第３配線部それぞれの前記一端と、当該第３配線部と対を成す前記第４配線部の
前記一端とを接続する複数の第３金属ピンと、
　前記各第３配線部それぞれの前記他端と、当該第３配線部と対を成す前記第４配線部に
隣接する前記第４配線部の前記他端とを接続する複数の第４金属ピンとを有し、
　複数の前記第１ないし第４金属ピンは同じ太さに形成され、
　前記第１ないし第４配線部は、一端側に比べ他端側が幅広な形状を有し、
　前記第１金属ピンおよび前記第３金属ピンは、前記主面に対して垂直な方向から見たと
きに、前記巻回軸の前記一方側に設定された領域であって、所定幅で前記巻回軸と平行な
方向に伸びる第１領域内に、少なくとも一部が重なるように配列され、
　前記第２金属ピンおよび前記第４金属ピンは、前記主面に対して垂直な方向から見たと
きに、前記巻回軸の前記他方側に設定された領域であって、前記所定幅で前記巻回軸と平
行な方向に伸びる第２領域内に、少なくとも一部が重なるように配列され、
　前記第１領域および前記第２領域の前記所定幅は、前記各金属ピンの横断面の最大幅で
あり、
　前記各第１配線部と前記各第３配線部とは、前記主面に対して垂直な方向から見たとき
に、互いに重ならないように、前記巻回軸の方向で交互に配列されている
　ことを特徴とするインダクタ部品。
【請求項２】
　前記巻回軸は、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、円形をなし、
　前記巻回軸には環状のコイルコアが配置されていることを特徴とする請求項１に記載の
インダクタ部品。
【請求項３】
　前記各第２配線部と前記各第４配線部とは、前記主面に対して垂直な方向から見たとき
に、互いに重ならないように、前記巻回軸の方向で交互に配列されていることを特徴とす
る請求項２に記載のインダクタ部品。
【請求項４】
　前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配線部の
それぞれは、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、少なくとも前記一端が前記樹
脂層の周縁に達するように形成されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
に記載のインダクタ部品。
【請求項５】
　前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配線部の
それぞれは、金属板で形成されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記
載のインダクタ部品。
【請求項６】
　前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配線部の
それぞれは、めっきで形成されていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記
載のインダクタ部品。
【請求項７】
　前記インダクタ電極は２巻き以上の多重巻きの構造を持つことを特徴とする請求項１な
いし６のいずれかに記載のインダクタ部品。
【請求項８】
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　前記各第２配線部と前記各第４配線部とが重なる部分を有する場合に、前記各第２配線
部と前記各第４配線部との距離は、前記各第１配線部と前記各第３配線部との距離よりも
大きいことを特徴とする請求項１または２に記載のインダクタ部品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂層とインダクタ電極とを備えるインダクタ部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図８に示すように、プリント基板やプリプレグで形成されたコア基板１０１にコ
イル１０２が設けられたインダクタ部品１００が知られている（例えば特許文献１参照）
。
この場合、コア基板１０１の内部に環状の磁性体層１０３が配置され、コイル１０２が磁
性体層１０３の周囲を螺旋状に巻回している。コイル１０２は、磁性体層１０３の内周に
沿って配列された複数の内側層間接続導体１０２ａと、これらの内側層間接続導体１０２
ａと複数の対を成すように磁性体層１０３の外周に沿って配列された複数の外側層間接続
導体１０２ｂと、それぞれ所定の内側層間接続導体１０２ａと外側層間接続導体１０２ｂ
の上端同士を接続する複数の上側配線パターン１０２ｃと、それぞれ所定の内側層間接続
導体１０２ａと外側層間接続導体１０２ｂの下端同士を接続する複数の下側配線パターン
１０２ｄとで構成される。ここで、各層間接続導体１０２ａ，１０２ｂは、いずれもコア
基板１０１を貫通する貫通孔の内面に導体膜が形成されてなるスルーホール導体で形成さ
れる。また、各配線パターン１０２ｃ，１０２ｄは、いずれも導電性ペーストを用いた印
刷パターンで形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－４０６２０号（段落００１８、図１など参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年の電子機器の小型・高機能化に伴って、これに搭載されるインダクタ部品の小型・
高機能化が要求されている。インダクタ部品の特性向上を図るための一つの方策は、イン
ダクタ電極（上述のインダクタ部品１００ではコイル１０２）の抵抗値を下げることであ
る。しかしながら、従来のインダクタ部品１００では、コイル１０２を構成する各層間接
続導体１０２ａ，１０２ｂはいずれも貫通孔の内面に導体膜が形成されたスルーホール導
体で形成されており、上側配線パターン１０２ｃと下側配線パターン１０２ｄとの接続抵
抗を下げるのにも限界がある。ここで、貫通孔に導電性ペーストを充填してビア導体化す
れば、接続抵抗を下げることができるが、導電性ペーストは有機溶剤等に金属フィラを混
合して形成されるのが一般的であり、金属部に空隙や隙間が発生する事から、この場合は
純粋な金属よりも比抵抗が高い。また、各配線パターン１０２ｃ，１０２ｄも同様に導電
性ペーストで形成されており、インダクタ電極全体の低抵抗化を図るのが困難である。ま
た、インダクタ部品の特性向上を図るための他の方策として、コイル１０２の巻数を増や
すことが考えられるが、従来のインダクタ部品１００でコイル１０２の巻数を増やそうと
すると、各配線パターン１０２ｃ、１０２ｄを細く形成する必要があり、インダクタ部品
１００の抵抗値が上がり特性が低下してしまうという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記した課題に鑑みてなされたものであり、小型で特性の優れたインダクタ
部品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記した目的を達成するために、本発明のインダクタ部品は、主面を有する樹脂層と、
前記樹脂層の内部に設定された巻回軸の周囲を巻回するインダクタ電極とを備え、前記イ
ンダクタ電極は、内巻部と外巻部を有し、前記内巻部は、前記主面に対して垂直な方向か
ら見たときに、一端が前記巻回軸に対して一方側に配置されるとともに他端が前記巻回軸
に対して他方側に配置され、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回軸の一方側で
、前記巻回軸方向に並んで配列された複数の配線用の第１配線部と、前記主面に対して垂
直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前記一方側に配置されるとともに他
端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記各第１配線部それぞれと複数の対を
成すように、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回軸の他方側で、前記巻回軸方
向に並んで配列された複数の配線用の第２配線部と、前記各第１配線部それぞれの前記一
端と、当該第１配線部と対を成す前記第２配線部の前記一端とを接続する複数の第１金属
ピンと、前記各第１配線部それぞれの前記他端と、当該第１配線部と対を成す前記第２配
線部に隣接する前記第２配線部の前記他端とを接続する複数の第２金属ピンとを有し、前
記外巻部は、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前
記一方側に配置されるとともに他端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記主
面に対して垂直な方向における前記巻回軸の前記一方側であって前記各第１配線部よりも
前記巻回軸から離れた位置で、前記巻回軸方向に並んで配列された複数の配線用の第３配
線部と、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、一端が前記巻回軸に対して前記一
方側に配置されるとともに他端が前記巻回軸に対して前記他方側に配置され、前記各第３
配線部それぞれと複数の対を成すように、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回
軸の前記他方側であって前記各第２金属板よりも前記巻回軸から離れた位置で、前記巻回
軸方向に並んで配列された複数の配線用の第４配線部と、前記各第３配線部それぞれの前
記一端と、当該第３配線部と対を成す前記第４配線部の前記一端とを接続する複数の第３
金属ピンと、前記各第３配線部それぞれの前記他端と、当該第３配線部と対を成す前記第
４配線部に隣接する前記第４配線部の前記他端とを接続する複数の第４金属ピンとを有し
、複数の前記第１ないし第４金属ピンは同じ太さに形成され、前記第１ないし第４配線部
は、一端側に比べ他端側が幅広な形状を有し、前記第１金属ピンおよび前記第３金属ピン
は、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、前記巻回軸の前記一方側に設定された
領域であって、所定幅で前記巻回軸と平行な方向に伸びる第１領域内に、少なくとも一部
が重なるように配列され、前記第２金属ピンおよび前記第４金属ピンは、前記主面に対し
て垂直な方向から見たときに、前記巻回軸の前記他方側に設定された領域であって、前記
所定幅で前記巻回軸と平行な方向に伸びる第２領域内に、少なくとも一部が重なるように
配列され、前記第１領域および前記第２領域の前記所定幅は、前記各金属ピンの横断面の
最大幅であり、前記各第１配線部と前記各第３配線部とは、前記主面に対して垂直な方向
から見たときに、互いに重ならないように、前記巻回軸の方向で交互に配列されているこ
とを特徴としている。
【０００７】
　この構成によると、インダクタ電極の一部を、導電性ペーストやめっきよりも比抵抗が
低い第１～第４金属ピンで形成することにより、インダクタ電極全体の低抵抗化を図るこ
とができるため、インダクタ部品の特性（例えば、インダクタンス値）を向上することが
できる。また、インダクタ電極が内巻部と外巻部とを有する立体的な配線構造（多重巻構
造）とすることで、例えば、各第１配線部と各第３配線部とを同一面に形成する場合と比
較して、各配線部のパターン幅を広げて抵抗値を下げることができる。また、インダクタ
電極が、内巻部と外巻部を有する多重巻き構成の場合、内巻部の配線パターンと外巻部の
配線パターンが重なることにより、不要な寄生容量が生じてインダクタ特性が劣化する場
合がある。そこで、各第１配線部と各第３配線部とを互いに重ならないように配列するこ
とで、両配線部が重なることに起因する寄生容量を低減できるため、インダクタ電極の特
性を向上することができる。また、上記した従来のインダクタ電極を多重巻き構造にする
場合、外巻部の層間接続導体は内巻部の層間接続導体よりもコイルコアの外側に配置する
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ため、インダクタ部品が大型化するという問題があるが、各金属ピンを第１領域または第
２領域に少なくとも一部が重なるように配列することで、インダクタ部品の大型化を防止
することができる。すなわち、小型で特性が優れたインダクタ部品を提供することができ
る。また、従来のようにスルーホール導体やビアホール導体の形成が必要ないため、小型
で特性の優れたインダクタ部品を安価に製造することができる。
【０００８】
　また、前記巻回軸は、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、円形をなし、前記
巻回軸には環状のコイルコアが配置されていてもよい。この場合、インダクタ電極のイン
ダクタンス値を効果的に増やすことができる。
【０００９】
　また、前記各第２配線部と前記各第４配線部とは、前記主面に対して垂直な方向から見
たときに、互いに重ならないように、前記巻回軸の方向で交互に配列されていてもよい。
この場合、前記主面に対して垂直な方向における前記巻回軸の一方側だけでなく、他方側
においても各配線部が重ならないように配列されるため、インダクタ電極の各配線部間に
生じる寄生容量をさらに低減することができる。
【００１０】
　また、前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配
線部のそれぞれは、前記主面に対して垂直な方向から見たときに、少なくとも前記一端が
前記樹脂層の周縁に達するように形成されていてもよい。この構成によると、インダクタ
部品の金属部分が増えるため、インダクタ部品の放熱性を向上することができる。また、
各配線部の一端が樹脂層の周縁に達することで各配線部の一部が樹脂層から露出した状態
となるため、樹脂層内に溜まった熱が放熱され易くなる。
【００１１】
　また、前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配
線部のそれぞれは、金属板で形成されるようにしてもよい。この構成によると各配線部を
比抵抗の低い金属板で形成することで、インダクタ部品全体の抵抗値を下げることができ
る。
【００１２】
　また、前記各第１配線部、前記各第２配線部、前記各第３配線部、および前記各第４配
線部のそれぞれは、めっきで形成されるようにしてもよい。この構成によると、配線パタ
ーンの形成方法として一般的なめっきを用いることができるため、例えば、各配線部を配
線基板の配線パターンにより形成することができ、実用的である。
【００１３】
　前記インダクタ電極は２巻き以上の多重巻きの構造であってもよい。この場合、インダ
クタ電極の巻き数を増やすことができる。
【００１４】
　前記各第２配線部と前記各第４配線部とが重なる部分を有する場合に、前記各第２配線
部と前記各第４配線部との距離は、前記各第１配線部と前記各第３配線部との距離よりも
大きくてもよい。この場合、各第２配線部と各第４配線部で重なる部分を有するために、
寄生容量が発生する恐れがあるが、各第２配線部と各第４配線部との距離を、各第１配線
部と各第３配線部との距離よりも大きくすることにより、寄生容量の発生を低減すること
ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、インダクタ電極の一部を、導電性ペーストやめっきよりも比抵抗が低
い第１～第４金属ピンで形成することにより、インダクタ電極全体の低抵抗化を図ること
ができるため、インダクタ部品の特性（例えば、インダクタンス値）を向上することがで
きる。また、各第１配線部と各第３配線部とを互いに重ならないように配列することで、
両配線部が重なることに起因する寄生容量を低減することができるため、インダクタ電極
の特性を向上することができる。更に、図示していないが本構造を展開する事で多重巻き
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の実現が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるインダクタ部品の断面図である。
【図２】図１のインダクタ電極を説明するための図である。
【図３】図１のインダクタ電極の上側配線部を示す図である。
【図４】図１のインダクタ電極の下側配線部を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態にかかるインダクタ電極を説明するための図である。
【図６】図５のインダクタ電極の上側配線部を示す図である。
【図７】図５のインダクタ電極の下側配線部を示す図である。
【図８】従来のインダクタ部品の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態にかかるインダクタ部品について図１～図４を参照して説明する
。なお、図１はインダクタ電極の断面図である。図２はインダクタ電極の斜視図であって
、配線構造を示す図である。また、図３（ａ）は、外巻上側配線部の平面図、図３（ｂ）
は内巻上側配線部の平面図、図３（ｃ）は外巻上側配線部と内巻上側配線部を重ねた平面
図、図４（ａ）は、内巻下側配線部の平面図、図４（ｂ）は外巻下側配線部の平面図、図
４（ｃ）は内巻下側配線部と外巻下側配線部を重ねた平面図である。
【００１８】
　この実施形態のインダクタ部品１ａは、インダクタ電極７、コイルコア４、および樹脂
層１１を備え、例えば、携帯端末装置等の電子機器のマザー基板に実装されるものである
。
【００１９】
　コイルコア４は、環状に形成され（図３（ａ）参照）、Ｎｉ－Ｚｎ系やＭｎ－Ｚｎ系フ
ェライト等の一般的なコイルコアとして採用される磁性材料で形成される。また、樹脂層
１１は、第１樹脂層１１ａ、第２樹脂層１１ｂ、第３樹脂層１１ｃを有し、第２樹脂層１
１ｂは第１樹脂層１１ａの上面に積層され、第３樹脂層１１ｃは第１樹脂層１１ａの下面
に積層される。各樹脂層１１ａ～１１ｃは、例えば、エポキシ樹脂などの一般的に封止樹
脂として使用される種々の材料で形成することができる。
【００２０】
　インダクタ電極７は、図２に示すように、内巻部７ａおよび外巻部７ｂを備える、いわ
ゆる多重巻き構成であり、樹脂層１１の内部であって、コイルコア４の周方向に設定され
た巻回軸ＷＡ（図３（ａ）参照）の周囲を巻回する。インダクタ電極７の内巻部７ａは、
複数の内巻上側配線部２ａ（本発明の「第１配線部」に相当）と、複数の内巻下側配線部
２ｂ（本発明の「第２配線部」に相当）と、複数の内巻内周側金属ピン３ａ（本発明の「
第１金属ピン」に相当）と、複数の内巻外周側金属ピン３ｂ（本発明の「第２金属ピン」
に相当）とを有する。
【００２１】
　各内巻上側配線部２ａは、いずれもコイルコア４の上側（本発明の「主面に対して垂直
な方向における巻回軸の一方側」に相当）に配置されており、平面視したときに、一端が
コイルコア４の内周側に配置されるとともに、他端がコイルコア４の外周側に配置された
状態で、巻回軸ＷＡ方向（コイルコア４の周方向）に並んで配列される。このとき、各内
巻上側配線部２ａはいずれも第１樹脂層１１ａの上面に形成されており、各内巻上側配線
部２ａは同一平面上に配置される。
【００２２】
　各内巻下側配線部２ｂは、コイルコア４の下側（本発明の「主面に対して垂直な方向に
おける巻回軸の他方側」に相当）において、各内巻上側配線部２ａと複数の対を成すよう
設けられる。このとき、各内巻下側配線部２ｂは、各内巻上側配線部２ａと同様に、平面
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視したときに、一端がコイルコア４の内周側に配置されるとともに、他端がコイルコア４
の外周側に配置された状態で、巻回軸ＷＡ方向（コイルコア４の周方向）に並んで配列さ
れる。このとき、各内巻下側配線部２ｂはいずれも第１樹脂層１１ａの下面に形成されて
おり、各内巻下側配線部２ｂは同一平面上に配置される。
【００２３】
　各内巻内周側金属ピン３ａは、いずれも対を成す一組の内巻上側配線部２ａおよび内巻
下側配線部２ｂの一端同士を接続する。この実施形態では、各内巻内周側金属ピン３ａは
、円柱状に形成され、長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配
置される。また、各内巻内周側金属ピン３ａは、上端面が接続対象の内巻上側配線部２ａ
に接続され、下端面が接続対象の内巻下側配線部２ｂに接続される。また、各内巻内周側
金属ピン３ａは、平面視において、いずれも端面の全体がコイルコア４の内周側の第１領
域５に収まるように配置される（図３（ｂ）参照）。なお、第１領域５については後述す
る。
【００２４】
　各内巻外周側金属ピン３ｂは、いずれも１つの内巻上側配線部２ａの他端と、これと対
を成す内巻下側配線部２ｂに隣接する内巻下側配線部２ｂの他端とを接続する。この実施
形態では、各内巻外周側金属ピン３ｂは、各内巻内周側金属ピン３ａと同様に、円柱状に
形成され、長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。
また、各内巻外周側金属ピン３ｂは、上端面が接続対象の内巻上側配線部２ａに接続され
、下端面が接続対象の内巻下側配線部２ｂに接続される。また、各内巻外周側金属ピン３
ｂは、平面視において、いずれも端面の全体がコイルコア４の外周側の第２領域６に収ま
るように配置される（図３（ｂ）参照）。なお、第２領域６については後述する。これら
の構成により、コイルコア４の周囲を螺旋状に巻回するインダクタ電極７の内巻部７ａが
形成されている。
【００２５】
　インダクタ電極７の外巻部７ｂは、図２に示すように、複数の外巻上側配線部２ｃ（本
発明の「第３配線部」に相当）と、複数の外巻下側配線部２ｄ（本発明の「第４配線部」
に相当）と、複数の外巻内周側金属ピン３ｃ（本発明の「第３金属ピン」に相当）と、複
数の外巻外周側金属ピン３ｄ（本発明の「第４金属ピン」に相当）とを有する。
【００２６】
　各外巻上側配線部２ｃは、いずれもコイルコア４の上側であって、各内巻上側配線部２
ａよりもコイルコア４から離れた位置に配置されており、平面視したときに、一端がコイ
ルコア４の内周側に配置されるとともに、他端がコイルコア４の外周側に配置された状態
で、巻回軸ＷＡ方向に並んで配列される。このとき、各外巻上側配線部２ｃはいずれも第
２樹脂層１１ｂの上面に形成されており、各外巻上側配線部２ｃは同一平面上に配置され
る。
【００２７】
　各外巻下側配線部２ｄは、コイルコア４の下側であって、各内巻下側配線部２ｂよりも
コイルコア４から離れた位置において、各外巻上側配線部２ｃと複数の対をなすよう設け
られる。各外巻下側配線部２ｄは、各外巻上側配線部２ｃと同様、平面視したときに、一
端がコイルコア４の内周側に配置されるとともに、他端がコイルコア４の外周側に配置さ
れた状態で、巻回軸ＷＡ方向に並んで配列される。このとき、各外巻下側配線部２ｄはい
ずれも第３樹脂層１１ｃの下面に形成されており、各外巻下側配線部２ｄは同一平面上に
配置される。
【００２８】
　各外巻内周側金属ピン３ｃは、いずれも対をなす一組の外巻上側配線部２ｃおよび外巻
下側配線部２ｄの一端同士を接続する。各外巻内周側金属ピン３ｃは、円柱状に形成され
、長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。また、各
外巻内周側金属ピン３ｃは、上端面が接続対象の外巻上側配線部２ｃに接続され、下端面
が接続対象の外巻下側配線部２ｄに接続される。また、各外巻内周側金属ピン３ｃは、平
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面視において、いずれも端面の全体がコイルコア４の内周側の第１領域５に収まるように
配置される（図３（ａ）参照）。
【００２９】
　各外巻外周側金属ピン３ｄは、いずれも１つの外巻上側配線部２ｃの他端と、これと対
を成す外巻下側配線部２ｄに隣接する外巻下側配線部２ｄの他端とを接続する。各外巻外
周側金属ピン３ｄは、他の金属ピン３ａ～３ｃと同様、円柱状に形成され、長さ方向が樹
脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。また、各外巻外周側金属
ピン３ｄは、上端面が接続対象の外巻上側配線部２ｃに接続され、下端面が接続対象の外
巻下側配線部２ｄに接続される。また、各外巻外周側金属ピン３ｄは、平面視において、
いずれも端面の全体がコイルコア４の外周側の第２領域６に収まるように配置される（図
３（ａ）参照）。これらの構成により、内巻部７ａの外側でコイルコア４の周囲を螺旋状
に巻回するインダクタ電極７の外巻部７ｂが形成されている。
【００３０】
　なお、各金属ピン３ａ～３ｄは、例えば、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ｎｉなどの配線パターン
として一般的に使用される金属またはこれらの合金で形成された線材をせん断加工するな
どして形成することができる。また、この実施形態では、各金属ピン３ａ～３ｄが略同じ
太さで形成されている。
【００３１】
　また、各配線部２ａ～２ｃは、例えば、導電性ペーストやめっきで用いて形成するか、
導電性ペーストで形成された下地電極上にめっきで形成された表面電極の２重構造で形成
することができる。
【００３２】
　次に、外巻上側配線部２ｃと内巻上側配線部２ａの配置について、図３を参照して説明
する。
【００３３】
　図３（ａ）に示すように、各外巻上側配線部２ｃは、コイルコア４の周方向（巻回軸Ｗ
Ａ方向）に沿って、略等間隔に配列されている。また、図３（ｂ）に示すように、内巻上
側配線部２ａも、コイルコア４の周方向に沿って、略等間隔に配列されている。図３（ｃ
）に示すように、外巻上側配線部２ｃと内巻上側配線部２ａを重ねて見た場合、外巻上側
配線部２ｃと内巻上側配線部２ａが交互に配列され、外巻上側配線部２ｃは、隣接する２
つの内巻上側配線部２ａと重ならないように配置される。
【００３４】
　同様に、図４を参照して、内巻下側配線部２ｂと外巻下側配線部２ｄの配置について説
明する。図４（ａ）、（ｂ）に示すように、各下側配線部２ｂ、２ｄも各上側配線部２ｃ
、２ａと同様に、環状のコイルコア４の周方向に沿って、略等間隔に配列されている。図
４（ｃ）に示すように、内巻下側配線部２ｂと外巻下側配線部２ｄを重ねて見た場合、内
巻下側配線部２ｂと外巻下側配線部２ｄが交互に配列され、内巻下側配線部２ｂは、隣接
する２つの外巻下側配線部２ｄと重ならないように配置される。
【００３５】
　次に、各金属ピン３ａ～３ｄの配置について説明する。図３に示すように、コイルコア
４の内周側には第１領域５、外周側には第２領域６が設定されている。第１領域５は各内
周側金属ピン３ａ、３ｃの端面の最大幅（直径）と同じ幅を有する環状領域であり、第２
領域６は各外周側金属ピン３ｂ、３ｄの端面の最大幅（直径）と同じ幅を有する環状領域
である。
【００３６】
　図３（ａ）に示すように、各外巻内周側金属ピン３ｃは、一方の端面３１ｃの全体が第
１領域５に収まるように配置され、各外巻外周側金属ピン３ｄは、一方の端面３１ｄの全
体が第２領域６に収まるように配置される。また、図３（ｂ）に示すように、各内巻内周
側金属ピン３ａは、一方の端面３１ａの全体が第１領域５に収まるように配置され、各内
巻外周側金属ピン３ｂは、一方の端面３１ｂの全体が第２領域６に収まるように配置され
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る。
【００３７】
　また、図３（ｃ）に示すように、第１領域５において、各外巻内周側金属ピン３ｃの一
方の端面３１ｃと各内巻内周側金属ピン３ａの一方の端面３１ａとは交互に配列され、第
２領域６において、各外巻外周側金属ピン３ｄの一方の端面３１ｄと各内巻外周側金属ピ
ン３ｂの端面３１ｂも交互に配列される。
【００３８】
　同様に、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、各金属ピン３ａ～３ｄの他方の端面３２ａ
～３２ｄもそれぞれ、端面の全体が第１領域５または第２領域６に収まるように配置され
る。また、図４（ｃ）に示すように、第１領域５、第２領域６のそれぞれにおいて、各金
属ピン３ａ、３ｂおよび各金属ピン３ｃ、３ｄは交互に配列される。
【００３９】
なお、この実施形態では、各内周側金属ピン３ａ、３ｃの端面３１ａ、３１ｃ、３２ａ、
３２ｃの全体が第１領域５内に収まるように配列されており、第１領域５において、各内
巻内周側金属ピン３ａおよび外巻内周側金属ピン３ｃは交互に配列されている。すなわち
、各端面３１ａ、３１ｃ、３２ａ、３２ｃの中心が同一円上に配列されるとともに、各内
巻内周側金属ピン３ａと各外巻内周側金属ピン３ｃとが当該円の周方向で交互に配列され
る。なお、各金属ピン３ａ、３ｃは必ずしも端面の中心が同一円上に配置されていなくて
もよく、少なくとも一部が第１領域５に重なるように配置すればよい。
【００４０】
　同様に、この実施形態では、各外周側金属ピン３ｂ、３ｄの端面３１ｂ、３１ｄ、３２
ｂ、３２ｄの全体が第２領域６内に収まるように配列されており、第２領域６において、
各内巻外周側金属ピン３ｂおよび外巻外周側金属ピン３ｄは交互に配列されている。すな
わち、各端面３１ｂ、３１ｄ、３２ｂ、３２ｄの中心が同一円上に配列されるとともに、
各内巻外周側金属ピン３ｂと各外巻外周側金属ピン３ｄとが当該円の周方向で交互に配列
される。なお、各金属ピン３ｂ、３ｄは必ずしも端面の中心が同一円上に配置されていな
くてもよく、少なくとも一部が第２領域６に重なるように配置すればよい。また、この実
施形態では、第１領域５および第２領域６は所定幅を持つ環状領域に設定されているが、
例えば、第１領域５および第２領域６が幅のない円でもよく、この場合、各金属ピン３ａ
～３ｄの端面３１ａ～３１ｄ、３２ａ～３２ｄは当該円と交差するか、もしくは接するよ
うに配列される。
【００４１】
　ここで、図２を参照して、インダクタ電極７の構成を、インダクタ電極７の電流の流れ
と合わせて説明する。外巻下側配線部２ｄの１つである２１ｄから入力した電流が、２１
ｄに接続された入力金属ピン３ｅを流れ、所定の外巻上側配線部２ｃの層に達する。この
後、外巻上側配線部２ｃと外巻下側配線部２ｄとの間で外巻のコイルを形成し、外巻上側
配線部２ｃの１つである２１ｃに接続された接続金属ピン３ｆを経由し、電流が内巻下側
配線部２ｂに達する。この後、内巻下側配線部２ｂと内巻上側配線部２ａとの間で内巻の
コイルを形成する。そして、内巻上側配線部２ａの１つである２１ａから出力金属ピン３
ｇを経由して外巻下側配線部２ｄの１つである２ｅに達し、電流がコイルから出力される
。このようにして、コイルコア４を巻回軸とした内巻と外巻の多重のコイルが形成される
。
【００４２】
　なお、図３（ａ）に示すように、入力金属ピン３ｅの一方の端面３１ｅ、接続金属ピン
３ｆの一方の端面３１ｆは、外巻上側配線部２ｃにおいて、それぞれ第１領域５、第２領
域６に少なくとも一部が重なるように配置され、図３（ｂ）に示すように、出力金属ピン
３ｇの一方の端面３１ｇは、内巻上側配線部２ａにおいて、第２領域６に少なくとも一部
が重なるように配置される。
【００４３】
　同様に、図４（ａ）に示すように、接続金属ピン３ｆの他方の端面３２ｆは、内巻下側
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配線部２ｂにおいて、第２領域６に少なくとも一部が重なるように配置され、図４（ｂ）
に示すように、入力金属ピン３ｅの他方の端面３２ｅ、出力金属ピン３ｇの他方の端面３
２ｇは、外巻下側配線部２ｄにおいて、それぞれ、第１領域５、第２領域６に少なくとも
一部が重なるように配置される。
【００４４】
　なお、樹脂層１１の第２樹脂層１１ｂおよび第３樹脂層１１ｃが配線基板であってもよ
い。この場合、第２樹脂層１１ｂおよび第３樹脂層１１ｃは、ガラスエポキシ樹脂などで
形成される。
【００４５】
　したがって、上記した実施形態によれば、各外周側金属ピン３ｂ、３ｄの端面の中心が
同一円上に配列されるため、インダクタ部品１ａの大型化を防止しつつ、多重巻き構造の
インダクタ電極を実現することができる。また、コイルコア４の内周側の各内周側金属ピ
ン３ａおよび３ｃは、内側に行くほど配列できる本数が減り製造が難しくなるが、各内周
側金属ピン３ａおよび３ｃの端面の中心も同一円上に配列することで、スペースの小さい
コイルコア４の内周側であっても、各内周側金属ピン３ａおよび３ｃの配列が容易になる
。
【００４６】
　また、平面視において、各上側配線部２ａおよび２ｃが重ならないように配列され、各
下側配線部２ｂおよび２ｄが重ならないように配列されているため、寄生容量によるコイ
ル特性の劣化を防止することができる。さらに図示していないが、本技術を展開する事に
より内巻部と外巻部の２巻きだけではなく３巻き以上の多重巻きも可能となる。
【００４７】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態にかかるインダクタ部品１ｂについて、図５～図７を参照して説
明する。なお、図５はインダクタ部品の斜視図であって、配線構造を示す図である。図６
（ａ）は外巻上側配線部２ｃ、図６（ｂ）は内巻上側配線部２ａの平面図、図６（ｃ）は
各上側配線部２ｃ、２ａを重ね合わせた図、図７（ａ）は内巻下側配線部２ｂ、図７（ｂ
）は外巻下側配線部２ｄの平面図、図７（ｃ）は各下側配線部２ｂ、２ｄを重ね合わせた
図である。
【００４８】
　この実施形態にかかるインダクタ部品１ｂが、図１～４を参照して説明した第１実施形
態と異なるところは、図５～図７に示すように、巻回軸が円形ではないこと、コイルコア
がないこと、各配線部２ａ～２ｄがエッチングプレートにより形成されていること、およ
び各配線部２ａ～２ｄのコイルコア４の両端部が樹脂層１１の周縁まで達していることで
ある。その他の構成は第１実施形態のインダクタ部品１ａと同じであるため、同一符号を
付すことにより説明を省略する。
【００４９】
　インダクタ電極７は、図５に示すように、内巻部７ａおよび外巻部７ｂを備える、いわ
ゆる多重巻き構成であり、樹脂層１１の主面（樹脂層１１の上面または下面）と平行な方
向に設定された巻回軸ＷＡの周りを巻回する。なお、巻回軸ＷＡにコイルコアが配置され
ていてもよい。
【００５０】
　次に、インダクタ電極７の構成及び配線構造を説明する。インダクタ電極７の内巻部７
ａは、複数の内巻上側配線部２ａ（本発明の「第１配線部」に相当）と、複数の内巻下側
配線部２ｂ（本発明の「第２配線部」に相当）と、複数の内巻左側金属ピン３Ａ（本発明
の「第１金属ピン」に相当）と、複数の内巻右側金属ピン３Ｂ（本発明の「第２金属ピン
」に相当）とを有する。
【００５１】
　各内巻上側配線部２ａは、いずれも巻回軸ＷＡの上側（本発明の「主面に対して垂直な
方向における巻回軸の一方側」に相当）に配置されており、平面視したときに、一端が巻
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回軸ＷＡの左側（本発明の「巻回軸に対する一方側」に相当）に配置されるとともに、他
端が巻回軸ＷＡの右側（本発明の「巻回軸に対する他方側」に相当）に配置された状態で
、巻回軸ＷＡ方向（巻回軸ＷＡに沿った方向）に並んで配置される。このとき、各内巻上
側配線部２ａは同一平面上に配置される。
【００５２】
　各内巻下側配線部２ｂは、巻回軸ＷＡの下側（本発明の「主面に対して垂直な方向にお
ける巻回軸の他方側」に相当）において、各内巻上側配線部２ａと複数の対をなすように
設けられる。このとき、各内巻下側配線部２ｂは、各内巻上側配線部２ａと同様に、平面
視したときに、一端が巻回軸ＷＡの左側に配置されるととともに、他端が巻回軸ＷＡの右
側に配置された状態で、巻回軸ＷＡ方向に並んで配置される。このとき、各内巻下側配線
部２ｂは同一平面上に配置される。
【００５３】
　各内巻左側金属ピン３Ａは、いずれも対をなす一組の内巻上側配線部２ａおよび内巻下
側配線部２ｂの一端どうしを接続する。この実施形態では、各内巻左側金属ピン３Ａは、
円柱状に形成され、長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置
される。また、内巻左側金属ピン３Ａは、上端面が接続対象の内巻上側配線部２ａに接続
され、下端面が接続対象の内巻下側配線部２ｂに接続される。また、各内巻左側金属ピン
３Ａは、平面視したときに、いずれも端面の全体が巻回軸ＷＡの左側の後述する第１領域
５に収まるように配置される（図６（ｂ）参照）。
【００５４】
　各内巻右側金属ピン３Ｂは、いずれも１つの内巻上側配線部２ａの他端と、これと対を
なす内巻下側配線部２ｂに隣接する内巻下側配線部２ｂの他端とを接続する。この実施形
態では、各内巻右側金属ピン３Ｂは、各内巻左側金属ピン３Ａと同様に、円柱状に形成さ
れ、長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。また、
各内巻右側金属ピン３Ｂは、上端面が接続対象の内巻上側配線部２ａに接続され、下端面
が接続対象の内巻下側配線部２ｂに接続される。また、各内巻右側金属ピン３Ｂは、平面
視したときに、いずれも端面の全体が巻回軸ＷＡの右側の後述する第２領域６に収まるよ
うに配置される（図７（ａ）参照）。これらの構成により、巻回軸ＷＡの周囲をらせん状
に巻回するインダクタ電極７の内巻部７ａが形成されている。
【００５５】
　インダクタ電極７の外巻部７ｂは、図５に示すように、複数の外巻上側配線部２ｃ（本
発明の「第３配線部」に相当）と、複数の外巻下側配線部２ｄ（本発明の「第４配線部」
に相当）と、複数の外巻左側金属ピン３Ｃ（本発明の「第３金属ピン」に相当）と、複数
の外巻右側金属ピン３Ｄ（本発明の「第４金属ピン」に相当）とを有する。
【００５６】
　各外巻上側配線部２ｃは、いずれも巻回軸ＷＡの上側であって、各内巻上側配線部２ａ
よりも巻回軸ＷＡから離れた位置に配置されており、平面視したときに、一端が巻回軸Ｗ
Ａの左側に配置されるとともに、他端が巻回軸ＷＡの右側に配置された状態で、巻回軸Ｗ
Ａ方向に並んで配列される。この時、各外巻上側配線部２ｃは同一平面上に配置される。
【００５７】
　各外巻下側配線部２ｄは、巻回軸ＷＡの下側であって、各内巻下側配線部２ｂよりも巻
回軸ＷＡから離れた位置において、各外巻上側配線部２ｃと複数の対をなすように設けら
れる。各外巻下側配線部２ｄは、各外巻上側配線部２ｃと同様に、平面視したときに、一
端が巻回軸ＷＡの左側に配置されるとともに、他端が巻回軸ＷＡの右側に配置された状態
で、巻回軸ＷＡの方向に並んで配列される。この時、各外巻下側配線部２ｄは同一平面上
に配置される。
【００５８】
　各外巻左側金属ピン３Ｃは、いずれも対をなす一組の外巻上側配線部２ｃおよび外巻下
側配線部２ｄの一端どうしを接続する。各外巻左側金属ピン３Ｃは、円柱状に形成され、
長さ方向が樹脂層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。また、各外
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巻左側金属ピン３Ｃは、いずれも上端面が接続対象の各外巻上側配線部２ｃに接続され、
下端面が接続対象の外巻下側配線部２ｄに接続される。また各外巻左側金属ピン３Ｃは、
平面視したときに、いずれも端面の全体が巻回軸ＷＡの左側の第１領域５に収まるように
配列される（図６（ａ）参照）。
【００５９】
　各外巻右側金属ピン３Ｄは、いずれも１つの外巻上側配線部２ｃの他端と、これと対を
なす外巻下側配線部２ｄに隣接する外巻下側配線部２ｄの他端とを接続する。各外巻右側
金属ピン３Ｄは、他の金属ピン３Ａ～３Ｃと同様に、円柱状に形成され、長さ方向が樹脂
層１１の上面に対して略垂直な方向になるように配置される。また、各外巻右側金属ピン
３Ｄは、上端面が接続対象の外巻上側配線部２ｃに接続され、下端面が接続対象の外巻下
側配線部２ｄに接続される。また、各外巻右側金属ピン３Ｄは、平面視したときに、いず
れも端面の全体が巻回軸ＷＡの右側の第２領域６に収まるように配列される（図７（ｂ）
参照）。これらの構成により、内巻部７ａの外側で巻回軸ＷＡの周囲を螺旋状に巻回する
インダクタ電極７の外巻部７ｂが形成されている。
【００６０】
　また、図６および図７に示すように、各配線部２ａ～２ｄは、例えば、Ｃｕなどで形成
された１枚の金属製のプレート（平面視矩形状）をエッチングすることにより形成するこ
とができる。各外巻上側配線部２ｃが形成される第１エッチングプレート８ｃ（図６（ａ
）参照）の場合、枠９ｃ、各外巻上側配線部２ｃの領域だけを残し、それ以外をエッチン
グで除去し、各外巻上側配線部２ｃのそれぞれの両端部が枠９ｃで支持された状態の第１
エッチングプレート８ｃを形成する。同様に、図６（ｂ）、図７（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、第２エッチングプレート８ａ、第３エッチングプレート８ｂ、第４エッチングプレ
ート８ｄを形成することができる。
【００６１】
　各エッチングプレート８ａ～８ｄと各金属ピン３Ａ～３Ｄを接続してインダクタ電極７
を形成した後、例えばエポキシ樹脂等を充填して樹脂層を形成した後に、各エッチングプ
レート８ａ～８ｄの枠９ａ～９ｄをダイシング等により除去することで、各配線部２ａ～
２ｄの両端部が樹脂層１１の周縁に達しているインダクタ部品１ｂを形成することができ
る。尚、金属板と金属ピンの接続は、半田接合、超音波接合、或いは導電性接着剤等の接
合材を用いてする事が出来る。
【００６２】
　次に、外巻上側配線部２ｃと内巻上側配線部２ａの配置について、図６を参照して説明
する。
【００６３】
　図６（ａ）に示すように、各外巻上側配線部２ｃは、巻回軸ＷＡ方向に沿って、略等間
隔に配列されている。また、図６（ｂ）に示すように、各内巻上側配線部２ａも、巻回軸
ＷＡ方向に沿って、略等間隔に配列されている。また、図６（ｃ）に示すように、各外巻
上側配線部２ｃと各内巻上側配線部２ａを重ねて見た場合、外巻上側配線部２ｃと内巻上
側配線部２ａが交互に配列され、外巻上側配線部２ｃは、隣接する内巻上側配線部２ａと
重ならないように配置される。
【００６４】
　同様に、図７を参照して、内巻下側配線部２ｂと外巻下側配線部２ｄの配置について説
明する。図７（ａ）、（ｂ）に示すように、各下側配線部２ｂ、２ｄも各上側配線部２ｃ
、２ａと同様に、巻回軸ＷＡに沿って、略等間隔に配置されている。この実施形態では、
図７（ｃ）に示すように、各内巻下側配線部２ｂと各外巻下側配線部２ｄを重ねて見た場
合には、各内巻下側配線部２ｂと各外巻下側配線部２ｄは重なる部分を有する。
【００６５】
　次に、各金属ピン３Ａ～３Ｄの配置について説明する。図６に示すように、巻回軸ＷＡ
の左側には第１領域５、右側には第２領域６が設定されている。第１領域５は各左側金属
ピン３Ａ、３Ｃの端面の最大幅（直径）と同じ幅を有し、巻回軸ＷＡと平行な方向に延び
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る帯状の領域であり、第２領域６は各右側金属ピン３Ｂ、３Ｄの端面の最大幅（直径）と
同じ幅を有し、巻回軸ＷＡと平行な方向に延びる帯状の領域である。
【００６６】
　図６（ａ）に示すように、各外巻左側金属ピン３Ｃは、一方の端面３１Ｃの全体が第１
領域５に収まるように配置され、各外巻右側金属ピン３Ｄは、一方の端面３１Ｄの全体が
第２領域６に収まるように配置される。また、図３（ｂ）に示すように、各内巻左側金属
ピン３Ａは、一方の端面３１Ａの全体が第１領域５に収まるように配置され、各内巻右側
金属ピン３Ｂは、一方の端面３１Ｂの全体が第２領域６に収まるように配置される。
【００６７】
　また、図６（ｃ）に示すように、第１領域５において、各外巻左側金属ピン３Ｃの一方
の端面３１Ｃと各内巻左側金属ピン３Ａの一方の端面３１Ａとは交互に配列され、第２領
域６において、各外巻右側金属ピン３Ｄの一方の端面３１ｄと各内巻右側金属ピン３Ｂの
一方の端面３１Ｂも交互に配列される。
【００６８】
　同様に、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、各金属ピン３Ａ～３Ｄの他方の端面３２Ａ
～３２Ｄもそれぞれ、端面の全体が第１領域５または第２領域６に収まるように配置され
る。
【００６９】
　なお、この実施形態では、各左側金属ピン３Ａ、３Ｃの端面３１Ａ、３１Ｃ、３２Ａ、
３２Ｃの全体が第１領域５内に収まるように配列されており、第１領域５において、各内
巻左側金属ピン３Ａおよび外巻左側金属ピン３Ｃは交互に配列されている。すなわち、各
端面３１Ａ、３１Ｃ、３２Ａ、３２Ｃの中心が直線上に配列されるとともに、各内巻左側
金属ピン３Ａと各外巻左側金属ピン３Ｃとが当該直線の巻回軸ＷＡ方向で交互に配列され
る。なお、各金属ピン３Ａ、３Ｃは必ずしも端面の中心が直線に配置されていなくてもよ
く、少なくとも一部が第１領域５に重なるように配置するか、あるいは、各金属ピン３Ａ
～３Ｄの端面３１Ａ～３１Ｄ、３２Ａ～３２Ｄが当該直線と交差するか、もしくは接する
ように配置すればよい。
【００７０】
　同様に、この実施形態では、各右側金属ピン３Ｂ、３Ｄの端面３１Ｂ、３１Ｄ、３２Ｂ
、３２Ｄの全体が第２領域６内に収まるように配列されており、第２領域６において、各
内巻右側金属ピン３Ｂおよび外巻右側金属ピン３Ｄは交互に配列されている。すなわち、
各端面３１Ｂ、３１Ｄ、３２Ｂ、３２Ｄの中心が直線上に配列されるとともに、各内巻右
側金属ピン３Ｂと各外巻右側金属ピン３Ｄとが当該直線の巻回軸ＷＡ方向で交互に配列さ
れる。なお、各金属ピン３Ｂ、３Ｄは必ずしも端面の中心が直線上に配置されていなくて
もよく、少なくとも一部が第２領域６に重なるように配置すればよい。
【００７１】
　また、この実施形態では、第１領域５および第２領域６は所定幅を持つ帯状の領域に設
定されているが、例えば、第１領域５および第２領域６が幅のない直線であってもよく、
この場合、各金属ピン３Ａ～３Ｄの端面３１Ａ～３１Ｄ、３２Ａ～３２Ｄは当該直線と交
差するか、もしくは接するように配列される。
【００７２】
　ここで、図５を参照して、インダクタ電極７のインダクタ電極７の電流の流れと合わせ
て説明する。入力金属ピン３ｅの下端から入力された電流が、外巻上側配線部２ｃの層に
達し、外巻上側配線部２ｃと外巻下側配線部２ｄとの間で外巻のコイルを形成する。その
後、接続金属ピン３ｆを経由し、電流が内巻下側配線部２ｂに達する。この後、内巻下側
配線部２ｂと内巻上側配線部２ａとの間で内巻のコイルを形成する。そして、内巻上側配
線部２ａのうちの１つと接続された出力金属ピン３ｇから電流が出力される。このように
して、内巻と外巻の多重のコイルが形成される。
【００７３】
　なお、各内巻下側配線部２ｂと各外巻下側配線部２ｄとは重なる部分を有するため、寄
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生容量が発生する可能性があるが、各内巻下側配線部２ｂと各外巻下側配線部２ｄとの間
の距離を大きくすることで、寄生容量を低減することもできる。
【００７４】
　したがって、上記した実施形態によれば、各右側金属ピン３Ｂ、３Ｄの端面の中心が第
１領域５、第２領域６に収まるように配列されるため、インダクタ部品１ｂの大型化を防
止しつつ、多重巻き構造のインダクタ電極を実現することができる。
【００７５】
　また、平面視において、各上側配線部２ａおよび２ｃが重ならないように配列されてい
るため、寄生容量によるコイル特性の劣化を防止することができる。また、各配線部２ａ
～２ｄをリードフレームで形成しているため、インダクタ電極７の抵抗値を下げ、インダ
クタ特性を向上させることができる。各配線部のコイルコアの外側の端部が樹脂層の周縁
に達するように形成されているため、インダクタ部品の金属部分が増え、インダクタ部品
の放熱性を向上することができる。また、各配線部の一部が樹脂層から露出した状態とな
り、樹脂層内に溜まった熱が放出されやすくなる。さらに金属板でコイルを形成するので
、２巻き以上のコイル形成を容易に実現する事が出来る。
【００７６】
　なお、本発明は上記した各実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない
限りにおいて、上記したもの以外に種々の変更を行うことが可能であり、上記した各実施
形態の構成をどのように組み合わせてもよい。例えば、上記した各実施形態では、各金属
ピン３ａ～３ｄ、３Ａ～３Ｄ、３ｅ～３ｇが円柱状の場合について説明したが、例えば、
長さ方向に垂直な方向の断面形状が矩形を有する角柱状に形成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、インダクタ電極が金属ピンと配線部とを有する種々のインダクタ部品に広く
適用することができる。
【符号の説明】
【００７８】
　１ａ、１ｂ　　インダクタ部品
　２ａ　　内巻上側配線部（第１配線部）
　２ｂ　　内巻下側配線部（第２配線部）
　２ｃ　　外巻上側配線部（第３配線部）
　２ｄ　　外巻下側配線部（第４配線部）
　３ａ　　内巻内周側金属ピン（第１金属ピン）
　３Ａ　　内巻左側金属ピン（第１金属ピン）
　３ｂ　　内巻外周側金属ピン（第２金属ピン）
　３Ｂ　　内巻右側金属ピン（第２金属ピン）
　３ｃ　　外巻内周側金属ピン（第３金属ピン）
　３Ｃ　　外巻左側金属ピン（第３金属ピン）
　３ｄ　　外巻外周側金属ピン（第４金属ピン）
　３Ｄ　　外巻右側金属ピン（第４金属ピン）
　４　　コイルコア
　５　　第１領域
　６　　第２領域
　７　　インダクタ電極
　ＷＡ　　巻回軸
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